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Beschreibung 

Abschirmung ftir EMI-gef ahrdete elektronische Bauelemente 
und/oder Schaltungen von elektronischen Geraten 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Abschirmung fur EMI- 
gef ahrdete elektronische Bauelemente und/oder Schaltungen von 
elektronischen Geraten, insbesondere fur Funksende- und/oder 
Funkempfangseinrichtungen von Telekommunikationsendgeraten 
zur drahtlosen Telekommunikation, wie Schnurlos- und Mobil- 
funktelefone und dergleichen. 

Elektronische Gerate - z.B. Gerate der Konsumguterindustrie 
wie der Unterhaltungselektronik, der Kommunikationstechnik 
etc. z.B. Radio- und Fernsehapparate, HIFI-Anlagen, Telefone 
fur drahtgebundene und drahtlose Kommunikation, Video- 
Handy *s, Web- und LAN-Telefone, LAN-Adapter - weisen fur die 
in dem jeweiligen Gerat zu realisierenden Funktionen und die 
dazu benotigten einzelnen Gerateteile uberwiegend eine einzi- 
ge Leiterplatte auf. Bei den Geraten, die mehr als zwei Lei- 
terplatten aufweisen, wird bezuglich des Aufbaus der Leiter- 
platte die modulare Aufbautechnik angewandt. Die modulare 
Aufbautechnik kommt dabei vorzugsweise dann zum Einsatz, wenn 
die in dem elektronischen. Gerat zu implementierenden Schal- 
tungen und/oder Bauelemente an die hierftir vorgesehenen Lei- 
terplatten unterschiedliche Anforderungen stellen. Der Beg- 
riff "Schaltungen" umfasst dabei Schaltungsbauteile, Schal- 
tungselemente wie z.B. Leiterbahnstrukturen etc. und/oder 
Schaltungsverdrahtungen zwischen den Schaltungsbauteilen oder 
zwischen den Schaltungsbauteile bzw. Schaltungselementen und 
den Bauelementen. 

So kSnnen beispielsweise in einem elektronischen HF-Schaltun- 
gen und HF-Bauelemente sowie NF-Schaltungen und NF-Bauelemen- 
te aufweisenden HF-Gerat die NF-Schaltungen und -Bauelemente 
aus Wirtschaftlichkeitserwagungen auf einer Leiterplatte in- 
tegriert werden, die iiti Unterschied zu der Leiterplatte fur 
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die HF-Schaltungen und -Bauelemente beztiglich der Leiterplat- 
tenqualitat wegen der unkritischeren physikalischen Eigen- 
schaften der NF-Schaltungen und -Bauelemente geringeren An- 
forderungen gentigen muss. Die Leiterplatte mit den HF- 
Schaltungen und -Bauelementen wird daher vorzugsweise mindes- 
tens eine z.B. mehrlagige FR4-Leiterplatte sein, wahrend die 
Leiterplatte mit den NF-Schaltungen und -Bauelementen vor- 
zugsweise hochstens eine z.B. mehrlagige FR2- oder FR3-Lei- 
terplatte sein wird. 



Urn die elektromagnetische Ein- bzw. Abstrahlung von den HF- 
Schaltungen und -Bauelementen auf dem FR4-leiterplattenmodul 
zu minimieren, wird neben dem verbesserten Leiterplattenmate- 
rial fur das HF-Modul wieder ein Abschirmelement verwendet, 
das die EMI-gefahrdeten elektronischen Bauelemente und/oder 
Schaltungen selbst oder aber das gesamte FR4-Leiterplatten- 
modul abs chi rmt . 



Zur Abschirmung von Electro Magnetic Interference (EMI) - 
gefahrdeten elektronischen Bauelementen und/oder Schaltungen, 
beispielsweise Hoch-Frequenz (HF) -Bauelemente und/oder Hoch- 
Frequenz (HF) -Schaltungen, wie sie in Funksende- und/oder 
Funkempfangseinrichtungen von Telekommunikationsendgeraten 
zur drahtlosen Telekommunikation, wie Schnurlos- und Mobil- 
funktelefone und dergleichen zum Einsatz kommen, 1st es Stand 
der Technik, auf die Leiterplatte der EMI-gefahrdeten elekt- 
ronischen Bauelemente und/oder Schaltungen zusatzlich metal- 
lische und/oder keramische Abschirmelemente aufzusetzen, wel- 
che die EMI-gefahrdeten elektronischen Bauelemente und/oder 
Schaltungen selbst oder aber die gesamte Leiterplatte ab- 
schirmen. 



Als Abschirmelemente kommen dabei gemafi der US 5,895,884, 
EP 0 886 464 A2, EP 0 735 811 A2 und DE 199 45 427 CI Ab- 
schirmgehause bzw. Abschirmvorrichtungen zum Einsatz, die auf 
eine Leiterplatte gelotet sind. 
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Bei schnurlosen Telefonen 1st es beispielsweise bekannt, das 
Gehause als Ganzes oder Rahmen bzw. Deckel des Gehauses mit 
Abschirmelementen zu versehen bzw. auszubilden oder aber die 
HF-Bauelemente und/oder HF-Schaltungen mit becher- bzw. topf- 
formigen metallischen Abschirmelementen abzudecken. 

Ebenso ist es im Stand der Technik bekannt, HF-Bauelemente 
und/oder HF-Schaltungen mit Widerstandspasten und sogenannten 
Gore-Folien abzuschirmen, wobei die Gore-Folien tiblicherweise 
zur Abschirmung von Kondensatoren verwendet werden. 

Bei den vorbekannten Abschirmung en fur hochfrequente elektri- 
sche Bauelemente und/oder Schaltungen ist die Verwendung zu- 
satzlicher Abschirmelemente, sei es in Form von metallischen 
Abdeckungen far die hochf requenten elektrischen Bauelemente 
und/oder Schaltungen oder die Verwendung von Widerstandspas- 
ten und Gore-Folien, nachteilig, da einerseits zusatzliche 
Fertigungs- und Montageschritte erforderlich sind und ande- 
rerseits durch eine so ausgebildete Abschirmung der Raumbe- 
darf der hochfrequenten elektrischen Bauelemente und/oder 
Schaltungen vergrofiert wird. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, ei- 
ne Abschirmung fur EMI-gef ahrdete elektronische Bauelemente 
und/oder Schaltungen von elektronischen Geraten, insbesondere 
far Funksende- und/oder Funkempfangseinrichtungen von Tele- 
kommunikationsendgeraten zur drahtlosen Telekommunikation, 
wie Schnurlos- und Mobilfunktelef one und dergleichen, bereit- 
zustellen, welche ohne aufwendige Fertigungs- und Montagear- 
beiten ohne zusatzlichen Raumbedarf herstellbar ist. 

Diese Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 angegebenen 
Merkmale gelttst. . 

Die der Erfindung zugrundeliegende Idee besteht darin, EMI- 
gef ahrdete elektronische Bauelemente und/oder Schaltungen von 
elektronischen Geraten auf einer separate^ vorzugsweise als 
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Leiterplattenmodul ausgebildeten, mindestens zweilagigen Lei- 
terplatte anzuordnen. Diese Leiterplatte und eine weitere se- 
parate, mindestens zweilagige, Nicht-EMI-gef ahrdete elektro- 
nische Bauelemente und/oder Schaltungen und eine Ausnehmung 
far die EMI-gefahrdeten elektronischen Bauelemente und/oder 
Schaltungen aufweisende, vorzugsweise als Grundleiterplatte 
ausgebildete Leiterplatte sind im Bereich von Abschirmf lachen 
derart zu einer Einheit verbindungstechnisch, vorzugsweise 
durch Loten, zusammengefiigt, dass durch die zwischen zwei me- 
tallischen als Masseflachen ausgebildeten Schichten angeord- 
nete Ausnehmung, wobei die Masseflachen iiber sehr eng anein- 
ander angeordnete Durchkontaktierungen jeweils mit den Ab- 
schirmf la chen verbunden sind, ein Kafig gebildet wird, der 
die EMI-gefahrdeten elektronischen Bauelemente und/oder 
Schaltungen nach alien Seiten hin abschirmt. 

Bei dem Leiterplattenmodul befinden sich vorzugsweise auf der 
den EMI-gefahrdeten Bauelementen und/oder Schaltungen abge- 
wandten Seite die Masseflache, die das Leiterplattenmodul na- 
hezu vollstandig kaschiert, und auf der Bauelement- und/oder 
Schaltungsseite die Abschirmf lache, die die Bauelemente und 
/oder Schaltungen umschliefit. Bei der Grundleiterplatte be- 
finden sich vorzugsweise auf der Leiterplattenseite mit der 
AusnehmungsSffnung die Abschirmf lache, die die Ausnehmung um- 
schlieJit, und auf der der Ausnehmungsof fnung abgewandten Lei- 
terplattenseite die Masseflache, die die Bodenflache der Aus- 
nehmung flachenmafiig uberragt oder mit dieser identisch ist. 

Beim Zusammenfugen der beiden Leiterplatten im Bereich der 
Abschirmflachen, wenn diese ubereinanderliegen, verschwinden 
die EMI-gefahrdeten elektronischen Bauelemente und/oder 
Schaltungen in der Ausnehmung. Durch die sehr eng aneinander, 
vorzugsweise in einem Abstand kleiner als ein Zehntel der be- 
nutzten Wellenlange A, angeordneten Durchkontaktierungen, die 
fur jede Leiterplatte die jeweilige Masseflache mit der je- 
weiligen Abschirmf lache verbinden wird im zusammengefugten 
Zustand der Leiterplatten der Abschirmungskaf ig gebildet. 
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Dies hat den Vorteil, dass das abzuschirmende Leiterplatten- 
modul keine weitere externe Abschirmvorrichtung bendtigt und 
daher zusatzliche Materialkosten entfallen, well durch den 
von den beiden Leiterplatten mit der Ausnehmung, den Durch- 
kontaktierungen sowie den Masse- und Abschirmf lachen gebilde- 
ten Kafig eine vergleichbare Abschirmung erreicht wird. Dar- 
uber hinaus ist nun auch eine eventuelle Reparatur auf dem 
Leiterplattenmodul moglich, weil in diesem Stadium der Her- 
stellung eines Leiterplattenmoduls mit dazugehorigem Bauteil 
und/oder dazugehoriger Schaltung noch keine Abschirmung vor- 
handen ist. Dies erleichtert die Kontrolle von Ldtstellen auf 
dem Modul im Rahmen der Qualitatssicherung bzw. Fehlersuche. 
Ebenfalls wird die Gesamtbauhdhe des Leiterplattenmoduls re- 
duziert, da keine zusatzliche Abschirmvorrichtung auf dem 
Leiterplattenmodul benotigt wird. 

Dadurch, dass die bestehende Grundleiterplatte als Abschir- 
mung fur ein Leiterplattenmodul mit EMI-gef ahrdeten elektro- 
nischen Bauelementen und/oder Schaltungen mitbenutzt wird,. 
entfallt die Verwendung einer zusatzlichen Abschirmvorrich- 
tung. Dabei ist es unerheblich, ob das Leiterplattenmodul auf 
der Grundleiterplatte besttickt ist oder ob die Grundleiter- 
platte auf dem Leiterplattenmodul besttickt ist. Dies bedeu- 
tet, dass, wenn wie im erstgenannten Fall die Adhasionskraf t 
von manchen Bauelementen und/oder Schaltungen beim nochmali- 
gen Ldten nicht ausreichend ist und sich diese infolgedessen 
vom "Ldtpad" abldsen, die Grundleiterplatte auf dem Leiter- 
plattenmodul besttickt wird. 

Eine Abschirmung fur EMI-gef ahrdete elektronische Bauelemente 
und/oder Schaltungen ist insbesondere in solchen Telekommuni- 
kationsendgeraten zur drahtlosen Telekommunikation sinnvoll, 
in denen ein HF-Mddul, z.B. eine Funksende- und/oder Funkemp- 
fangseinrichtung, oder andere Schaltungsteile mit hoher Takt- 
frequenz, z.B. ein Mikroprozessor, zum Einsatz kommen. 
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Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung 
werden nachfolgend anhand des in den FIGUREN 1 bis 4 darge- 
stellten Ausftihrungsbei spiels naher erlautert. Dabei zeigen: 

FIGUR 1 die Sicht auf eine fur Nicht-EMI-gef ahrdete elektro 
nische Bauelemente und/oder Schaltungen ausgelegte, 
als Grundleiterplatte ausgebildete erste Leiterplat 
te von der Bauelement- und/oder Schaltungsseite aus 

FIGUR 2 die Sicht auf eine fur EMI-gef ahrdete elektronische 
Bauelemente und/oder Schaltungen ausgelegte, als 
Leiterplattenmodul ausgebildete zweite Leiterplatte 
von der Bauelement- und/oder Schaltungsseite aus, 

FIGUR 3 die Sicht auf die fUr EMI-gef ahrdete elektronische 
Bauelemente und/oder Schaltungen ausgelegte, als 
Leiterplattenmodul ausgebildete zweite Leiterplatte 
von der der Bauelement- und/oder Schaltungsseite ab- 
gewandten Leiterplattenseite aus, 

FIGUR 4 die Schnittdarstellungen der ersten Leiterplatte ge- 
mafi FIGUR 1 entlang der Schnittlinie A - A A mit 
Blick in Pfeilrichtung der zweiten Leiterplatte ge- 
mafi den FIGUREN 2 und 3 jeweils entlang der Schnitt- 
linie B — B * mit Blick in Pfeilrichtung. 



200309541 

* 



Patentanspruche 

1. Abschirmung ftir EMI-gef ahrdete elektronische Bauelemente 
und/oder Schaltungen von elektronischen Geraten, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

a) eine mindestens zweilagige erste Leiterplatte (1) ftir 
Nicht-EMI-gefahrdete elektronische Bauelemente und/oder 
Schaltungen (10) vorhanden ist, die eine Ausnehmung (11) mit 
einer Ausnehmungsof fnung (110) und einer Bodenflache (111) 
aufweist und auf der die Nicht-EMI-gef ahrdeten elektronischen 
Bauelemente und/oder Schaltungen (10) zumindest einseitig an- 
geordnet sind, 

b) die erste Leiterplatte (1) auf der Leiterplattenseite mit 
der Ausnehmungsof fnung (110) eine die Ausnehmungsof fnung 
(110) umschliefiende erste Abschirmf lache (12) aufweist, 

c) die erste Leiterplatte (1) auf einer Leiterplattenlage, 
die zwischen der Bodenflache (111) der Ausnehmung (11) und 
der der Ausnehmungsof fnung (110) abgewandten Leiterplatten- 
seite oder in der Ebene der Bodenflache (111) oder in der E- 
bene der der Ausnehmungsof fnung (110) abgewandten Leiterplat- 
tenseite liegt, eine erste Massef lache (13) aufweist, die 
flachenmafiig zumindest der Flache der Bodenflache (111) der 
Ausnehmung (11) entspricht, 

d) die Nicht-EMI-gefahrdeten elektronischen Bauelemente 
und/oder Schaltungen (10) aufierhalb der Ausnehmung (11) jen- 
seits der ersten Abschirmf lache (12) bzw. der ersten Masse- 
f lache (13) angeordnet sind, 

e) eine mindestens zweilagige zweite Leiterplatte (2) fur 
EMI-gefahrdete elektronische Bauelemente und/oder Schaltungen 
(20) vorhanden ist, auf der die EMI-gefahrdeten elektroni- 
schen Bauelemente und/oder Schaltungen (20) einseitig ange- 
ordnet sind, 

f) die zweite Leiterplatte (2) auf einer Leiterplattenlage, 
die zwischen der Bauelement-/Schaltungsseite und der der Bau- 
element-/Schaltungsseite abgewandten Leiterplattenseite oder 
in der Ebene der der Bauelement-/Schaltungsseite abgewandten 
Leiterplattenseite liegt, eine flachenmafiig im wesentlichen 
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der Grundflache der zweiten Leiterplatte (2) entsprechende 
zweite Masseflache (21) aufweist, 

g) die zweite Leiterplatte (2) auf der Bauelement- 
/Schaltungsseite eine die EMI-gef ahrdeten elektronischen Bau- 
elemente und/oder Schaltungen (20) umschliefiende zweite Ab- 
schirmf lache (22) aufweist, 

h) die zweite Leiterplatte (2) derart auf der ersten Leiter- 
platte (1) angeordnet ist, dass die beiden Abschirmf lachen 
(12, 22) ubereinanderliegend verbindungstechnisch, insbeson- 
dere durch Loten, zusammengeftigt sind und dabei die EMI- 
gef ahrdeten elektronischen Bauelemente und/oder Schaltungen 
(20) auf der zweiten Leiterplatte (2) in der Ausnehmung (11) 
der ersten Leiterplatte (1) verschwinden, 

i) Durchkontaktierungen (14, 23) auf den beiden Leiterplatten 
(1, 2) vorhanden sind, die fur jede Leiterplatte (1, 2) die 
jeweilige Masseflache (13, 21) mit der jeweiligen Abschirm- 

f lache (12, 22) verbinden und dabei derart angeordnet sind, 
dass die Durchkontaktierungen (14, 23) zusairanen mit der Aus- 
nehmung (11) und den Masseflachen (13, 21) einen Kafig (3) 
bilden, in dem die in der Ausnehmung (11) befindlichen EMI- 
gef ahrdeten elektronischen Bauelemente und/oder Schaltungen 
(20) nach alien Seiten hin abgeschirmt sind. 

2 . Abschirmung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Durchkontaktierungen (14, 23) in 
einem Abstand kleiner als ein Zehntel der benutzten Wellen- 
lange A voneinander angeordnet sind. 

3. Abschirmung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch g e - 
kennzeichnet, dass die Durchkontaktierungen (14, 
23) die Masseflachen (13, 21) und Abschirmf lachen (12, 22) 
durchstofien . 

4. Abschirmung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Durchkontaktierungen (14, 
23) mit einem Fullmaterial, vorzugsweise Harz, gefiillt sind. 
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5 . Abschirmung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Abschirmf lachen (12, 22) jeweils 
mindestens an zwei Stellen jeweils zwischen zwei Durchkontak- 
tierungen (14, 23) fur erste Signalleitungen (4) zum Zu- und 

5 Abfuhren von Signalen zu bzw. von den EMI-gef ahrdeten elekt- 
ronischen Bauelemente und/oder Schaltungen (20) auf der zwei- 
ten Leiterplatte (2) durch Aussparungen (120, 220) unterbro- 
chen sind, so dass die ersten Signalleitungen (4), wenn die 
beiden Leiterplatten (1, 2) verbindungstechnisch zusammenge- 
10 fUgt sind und sich die EMI-gef ahrdeten elektronischen Bauele- 
mente und/oder Schaltungen (20) in der Ausnehmung (11) befin- 
den, mit zwei ten Signalleitungen (5) auBerhalb der Ausnehmung 
(11) auf der ersten Leiterplatte (1) elektrisch verbunden 
sind. 
15 

6. Abschirmung nach Anspruch 1 oder 3, dadurch g e - 
kennzeichnet, dass die Masseflachen (13, 21) als 
Vollflachen oder gerasterte Flachen mit einem Rasterabstand 
kleiner als ein Zehntel der benutzten Wellenlange A ausgebil- 

20 det sind. 

7 . Abschirmung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Nicht-EMI-gefahrdeten und EMI- 
gef ahrdeten elektronischen Bauelemente (10, 2 0) als "Surface 
Mounting Devices" ausgebildet sind. 

8 . Abschirmung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Nicht-EMI-gefahrdeten und EMI- 
gef ahrdeten elektronischen Schaltungen (10, 20) Schaltungs- 

0 bausteine, Schaltungselemente und/oder Schaltungsverdrahtun- 
gen beinhalten. 
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Zusammenf assung 

Abschirmung fur EMI-gefahrdete elektronische Bauelemente 
und/oder Schaltungen von elektronischen Geraten 

Um eine Abschirmung fur EMI-gefahrdete elektronische Bauele- 
mente und/oder Schaltungen (20) von elektronischen Geraten, 
insbesondere fur Funksende- und/oder Funkempf angseinrichtun- 
gen von Telekommunikationsendgeraten zur drahtlosen Telekom- 
munikation, wie Schnurlos- und Mobilfunktelef one und derglei- 
chen, bereitzustellen, welche ohne aufwendige Fertigungs- und 
Montagearbeiten ohne zusatzlichen Raumbedarf herstellbar ist, 
sind die EMI-gefahrdete elektronische Bauelemente und/oder 
Schaltungen (20) auf einer separaten, als Leiterplattenmodul 
ausgebildeten, mindestens zweilagigen Leiterplatte (2) ange- 
ordnet. Diese Leiterplatte und eine weitere separate, mindes- 
tens zweilagige, Nicht-EMI-gef ahrdete elektronische Bauele- 
mente und/oder Schaltungen (10) und eine Ausnehmung (11) fur 
die EMI-gefahrdeten elektronischen Bauelemente und/oder 
Schaltungen (10) aufweisende, als Grundleiterplatte ausgebil- 
dete Leiterplatte (1) sind im Bereich von Abschirmf lachen 
(12, 22) derart zu einer Einheit verbindungstechnisch, vor- 
zugsweise durch Loten, zusammengefiigt, dass durch die zwi- 
schen zwei metallischen als Masseflachen ausgebildeten 
Schichten (13, 21) angeordnete Ausnehmung (11), wobei die 
Masseflachen (13, 21) iiber sehr eng aneinander angeordnete 
Durchkontaktierungen (14, 23) jeweils mit den Abschirmf lachen 
(12, 22) verbunden sind, ein Kafig (3) gebildet wird, der die 
EMI-gefahrdeten elektronischen Bauelemente und/oder Schaltun- 
gen (20) nach alien Seiten hin abschirmt. 



Figur 4 
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